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《亲历中国半导体产业的发展》

内容概要

本书通过俞忠钰自1958年至今的亲身经历，回顾了中国半导体产业发展中的重大历史事件，阐述了中
国半导体产业，尤其是集成电路产业筚路蓝缕的成长历程，并对由此而产生的一些经验或启示进行了
认真思考。
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